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Abstract (en)
In order to increase the dielectric strength of an encapsulated, gas-filled relay with respect to that which can be achieved using a relay having the
same dimensions and whose interior is filled with dry air or an inert gas, the relay interior is filled with a filling gas at normal pressure, which filling
gas contains at least one electrically negative gas. The housing consists of plastic. The plastic encapsulation is of sealed design and is matched
to the filling gas such that the electrically negative gas is prevented sufficiently well from diffusing away. In consequence, the required dielectric
strength does not fall below a specified value during the life of the relay.

Abstract (de)
Zur Erhöhung der Spannungsfestigkeit eines gekapselten, gasgefüllten Relais gegenüber jener, die mit einem Relais gleicher Abmessungen
erreichbar ist, dessen Innenraum mit trockener Luft oder einem inerten Gas gefüllt ist, wird der Relaisinnenraum mit einem Füllgas, das mindestens
ein elektronegatives Gas enthält, unter Normaldruck gefüllt. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Die Kunststoffkapselung wird dicht ausgeführt und
ist mit dem Füllgas so abgestimmt, dass ein Wegdiffundieren des elektronegativen Gases genügend stark behindert wird. Damit sinkt die geforderte
Spannungsfestigkeit während der Lebensdauer des Relais nicht unter einen spezifizierten Wert.
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